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109年度合作研究計畫建議書徵求文件 

 
一、 簡介 

由於專業晶圓代工廠的出現，造就IC設計公司的空間，因此不斷有新興IC設計公司出現，

以低價成本切入成熟的市場，取代外國供應商就成了台灣IC設計公司的發展模式。根據IC 

Insights 2018年3月全球IC設計公司市佔率調查，台灣在國際無晶圓廠IC銷售中排名第二，整

體IC銷售額佔全球銷售額比例達16%，可見得台灣IC設計公司林立，因此能夠在半導體實力

上與整個歐洲達到相抗衡的情況。 

然而，也因為IC設計產業的進入門檻低，我國IC設計產業結構以中小企業為主。根據

Digitimes調查，2013年已經有250家，其中有143家IC設計公司位於新竹科學園區。近幾年，

由於IC設計門檻提高、手機供應鏈由中國取而代之等因素，影響IC設計廠商家數不增反減。

再加上台灣IC設計公司不擅長經營生態系統，當客戶大到一個程度，選擇自行開發IC時，台

灣IC設計公司往往就會被替代掉。可以確定是，在各種設備和垂直領域中不斷增加晶片複雜

性，實際上在不知不覺中繼續將具有不同威脅級別的其他漏洞引入設備中。增加安全性要花

錢，還會影響電源和性能，但安全是基礎，且是成功產品的先決條件，如何從組織、程序、

技術等各方面確保IC晶片安全，也正考驗對第三方IP(Silicon Intellectual Property，SIP，簡稱

IP)依賴日益增加的台灣IC設計廠商。因此，結合資安顧問輔導與資安技術開發業者，協助IC

晶片設計業者通過軟體成熟度模型評測，並針對晶片產品潛在資安風險提供資安技術服務，

提升晶片設計產業開發安全軟體能力，促進晶片設計產業升級，是目前亟待解決之問題。 

 

二、 計畫目標 

為協助台灣IC業者之產品符合國際大廠安全要求，將於北、中、南三地辦理三場BSIMM

自評說明會，讓IC設計業者了解BSIMM及政府推動安全軟體開發的用意，並藉由資安業者或

第三方稽核廠商協助IC設計業者以本分項產出之廠商自評表進行自我評估，經彙整分析，可

更清楚瞭解我國IC設計業者於安全軟體開發的現況及缺口，並與國際業者呈現的軟體成熟度

進行差異比較，產出台灣IC設計產業軟體資安現況報告，引領業者對發展安全軟體開發的下

一階段設定目標，以建構更成熟的安全軟體管控機制，提升業者於國際IC供應鏈的競爭力。

藉此過程也可回饋所訂定的安全軟體開發基準與安全軟體開發自評表是否需要調修，以更切

合我國產業鏈之需求。 

 

三、 計畫範圍 

本計畫預計研究以下主要項目： 

1. 分析研擬國際 IC 設計產業資安投入現況，包括美國、中國大陸、歐洲、日本、南韓。 

2. 分析研擬台灣 IC 產業軟體資安現況。 

3. 完成 IC 產業資安問題面向問卷設計。 

4. 分析研擬台灣 IC 產業於安全軟體開發的成熟度，並發掘產業缺口。 

5. 指派熟悉 IC 設計產業領域專家參與 3 場軟體安全成熟度自評說明會，進行問卷調查。 

6. 協助台灣 10 家 IC 設計業者的軟體安全成熟度自評作業。 

7. 第 1、2 項文件參考大綱如下供參，項目如需調整，請經本會確認後，據以執行。 
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一、 前言 

二、 國際 IC 設計產業資安投入現況 

(一)  導言 

(二)  美國 IC 設計產業資安投入現況 

1、 政策 

2、 重要廠商資安發展動向 

(三)  中國大陸 IC 設計產業資安投入現況 

1、 政策 

2、 重要廠商資安發展動向 

(四)  歐洲 IC 設計產業資安投入現況 

1、 政策 

2、 重要廠商資安發展動向 

(五)  日本 IC 設計產業資安投入現況 

1、 政策 

2、 重要廠商資安發展動向 

(六)  南韓 IC 設計產業資安投入現況 

1、 政策 

2、 重要廠商資安發展動向 

(七)  結論 

三、 國內 IC 設計產業自評表 

(一)  IC 設計產業自評表建置 

(二)  IC 設計廠商自評結果分析 

(三)  結論 

四、 國內 IC 設計產業問卷調查 

(一)  IC 設計產業問卷建置 

(二)  IC 設計廠商問卷調查分析 

(三)  結論 

五、 台灣 IC 產業軟體資安現況 

(一)  安全軟體開發成熟度 

(二)  IC 設計產業資安缺口 

六、 結論(包含各國重要廠商資安發展動向對台灣影響) 

 

四、 預期成果 

本計畫須配合母計畫需要進行研發，並產出以下成果：  

 於109年9月15日 提交文件大綱 

 於109年9月15日 完成IC產業資安問題面向問卷 

 於109年9月25日 完成研析國際IC設計產業資安投入現況 

 於109年10月25日 完成「台灣IC產業軟體資安現況報告」 

 於109年11月30日 完成「台灣IC產業軟體資安現況報告」修訂版 

 

※前述成果如有專利構想或專利申請產出時，需注意專利申請之新穎性(novelty)。因凡經公

開發表之研發成果，如擬申請專利，須於公開發表後 6 個月內完成，前述成果如是以論文

方式公開發表，將無法取得大陸與歐盟等國之專利。 
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五、 執行方式 

1. 計畫組織與人員資格：參與本計畫學術或研究單位之研究人員，如計畫主持人、協

同計畫主持人等，須有IC設計相關領域研究調查經驗。 

2. 計畫分工：計畫主要分工如下： 

單位 資策會 資安科技研究所 廠    商 

主要工

作內容 

1. 舉辦安全成熟度自評說明會

3場 

2. 台灣10家IC設計業者的軟體

安全成熟度自評 

1. 研析國際IC設計產業資安投入現況 

2. IC產業資安問題面向問卷 

3. 請指派熟悉IC設計產業領域專家參與

軟體安全成熟度自評/問卷3場 

4. 分析台灣IC產業於安全軟體開發的成

熟度，並發掘產業缺口 

 

3. 一般行政及管理： 

(1) 合作研究單位經審核通過執行本合作研究計畫後，應指派承辦人員一名做為本案

相關聯繫之窗口。 

(2) 合作研究單位經審核通過執行本合作研究計畫後，每兩週與本會承辦人員確認執

行進度與相關事宜。 

 

六、 計畫期程及預估計畫總經費 

計畫執行期間：109年 07 月 01 日 至 109 年 12 月 15 日 

總經費：800,000元 

     

七、 驗收標準(含教育訓練) 

1. 驗收方式：包括文件資料及口頭簡報。 

2. 驗收文件：承包單位應依據本建議書徵求文件四、「預期成果」規定之交付項目及

時程，如期繳交相關成果電子檔(含簡報資料)。 

 

 

八、 技術能力需求 

 廠商需具備IC相關計畫執行經驗，於過去兩年內需承接相關研究報告計畫，且具備

實際執行經驗。 

     

附件1：契約書格式 

1-1：計畫書格式 

1-2：經費動支報表 

1-3：成果報告撰寫須知 

1-4：報告格式 

1-5：論文格式 

1-6：保密聲明書 

1-7：委託匯款同意書 
 


